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证券代码：688469      证券简称：芯联集成      公告编号：2024-012 

芯联集成电路制造股份有限公司 

2023年度业绩快报公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

本公告所载2023年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审

计，具体数据以公司2023年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 

一、2023 年年度主要财务数据和指标 

单位：万元 

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 

营业总收入 532,448.12 460,633.77 15.59 

营业利润 -294,212.62 -159,552.58 不适用 

利润总额 -294,142.28 -159,502.14 不适用 

归属于母公司 

所有者的净利润 
-196,746.25 -108,843.26 不适用 

归属于母公司所有者的扣

除非经常性损益的净利润 
-225,837.31 -140,305.32 不适用 

研发费用 154,107.62 83,904.95 83.67 

经营活动产生的 

现金流量净额 
273,036.01 133,428.17 104.63 

EBITDA 

（息税折旧摊销前利润） 
94,440.39 80,974.18 16.63 

基本每股收益（元） -0.32 -0.21 不适用 

加权平均净资产收益率 -22.56% -27.48% 增加 4.92 个百分点 
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 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 

总 资 产 3,158,510.94 2,586,309.66 22.12 

归属于母公司的 

所有者权益 
1,246,859.92 344,376.39 262.06 

股 本 704,460.23 507,600.00 38.78 

归属于母公司所有者的 

每股净资产（元） 
1.77 0.68 160.89 

注： 

1、财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会(2022)31

号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认

豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。根据该准则解释的衔接规定，

公司按照规定对本报告期初相关报表项目进行了调整。 

2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公

司2023年年度报告为准。 

3、表格中的数据尾差为四舍五入所致。 

二、经营业绩和财务状况情况说明 

（一）报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素 

1、报告期的经营情况、财务状况 

报告期内，预计公司实现营业总收入 532,448.12 万元，同比增长 15.59%，

其中主营业务收入同比增长 24.06%；归属于母公司所有者的净利润为

-196,746.25万元，同比增亏 80.76%；归属于母公司所有者的扣除非经营性损益

的净利润为-225,837.31万元，同比增亏 60.96%；基本每股收益为-0.32元，同

比减少 51.24%。 
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报告期末，预计公司总资产为 3,158,510.94 万元，同比增长 22.12%；归属

于母公司的所有者权益为 1,246,859.92 万元，同比增长 262.06%；归属于母公

司所有者的每股净资产为 1.77元，同比增长 160.89%。 

2、影响经营业绩的主要因素  

（1）主营业务的影响：报告期内，随着全球新能源汽车市场的持续繁荣以

及国产替代需求的提升，公司在高端车载产品领域采取“技术+市场”双重保障

机制，促使公司整体收入的高速增长和经营性净现金流的大幅提升。截至报告期

末，公司拥有了种类完整、技术先进的高质量功率半导体研发及量产平台，是国

内规模最大的 MEMS 传感器芯片、车规级 IGBT 芯片、SiC MOSFET 芯片及模组封

测等的代工企业。 

（2）研发投入的影响：报告期内，为保证产品具有国际竞争力，公司持续

在 8英寸功率半导体、MEMS、连接等方向增加研发投入，同时公司大幅增加了对

SiC MOSFET、12英寸产品方向的研发力度。预计 2023年研发支出约 15.41亿元，

研发投入约占营业总收入的 28.94%，同比增加约 7.02亿元,同比增长约 83.67%。

2023 年，公司共提出知识产权申请 295 项，获得专利 102 项。上述新研发项目

和知识产权积累为公司未来的发展和收入增长奠定了基础。 

（3）扩产项目影响：报告期内，公司在 12 英寸产线、SiC MOSFET 产线、

模组封测产线等方面进行了大量的战略规划和项目布局。2023 年度公司为购建

固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 101.00 亿元，报告期内，

公司预计产生的折旧及摊销费用约为 33.75 亿元，较上年增加约 12.93亿元。上

述事项的前期费用和固定成本等，对公司报告期内的经营业绩产生了较大影响。

剔除折旧及摊销等因素的影响，公司 2023年 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约

为 9.44 亿元，与上年同期相比增加约 1.35 亿元，同比增长约 16.63%。随着新
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增产能的逐步释放，收入水平的快速提升，规模效应逐步显现，以及折旧的逐步

消化，公司在业务布局、技术的领先性以及产品结构等方向的优势将逐渐显现，

盈利能力将得到快速改善。 

面向未来，公司持续看好汽车电动化、智能化进程，随着新产品、新应用、

新客户的拓展，预计公司车规级产品营业收入将持续增加，特别是 SiC MOSFET

上车速度与数量将快速提升，公司最新一代的 SiC MOSFET 产品性能已达世界领

先水平，正在建设的国内第一条 8 英寸 SiC 器件研发产线将于 2024 年通线，同

时与多家新能源汽车主机厂签订合作协议，2024 年 SiC 业务营收预计将超过 10

亿元，继续巩固公司在国内车规级芯片代工与模组封测领域的领先地位。 

公司已经完整搭建了覆盖车载、工控、消费类的驱动、电源和信号链多个平

台，客户群广泛覆盖国内外领先的芯片和系统设计公司。随着公司产品研发创新

以及 SiC MOSFET产线、12英寸产线、以及模组封测产线产能的不断释放，将持

续不断地提升对公司 2024年营业收入的贡献。 

（二）上表中有关项目增减变动幅度达到 30%以上的主要原因说明 

1、报告期内公司归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者

的每股净资产分别同比增加 262.06%、38.78%、160.89%，主要系报告期内公司

公开发行股票并在科创板上市,股本及股本溢价增加，归属于母公司所有者权益

增加。 

2、报告期内公司研发费用同比增加 83.67%，主要系报告期内公司为保证产

品具有国际竞争力，持续在 8英寸功率半导体、MEMS、连接等方向增加研发投入，

同时大幅增加了对 SiC MOSFET、12英寸产品方向的研发力度，研发费用增加。 

3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 104.63%，主要系

报告期内公司销售规模扩大、销售商品回款增加及收到的税费返还增加。 
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三、风险提示 

本公告所载公司 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事

务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资

者注意投资风险。 

 

特此公告。 

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 

2024年 2月 24日 

 


